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Schliisseltechnologie fiir Photonik
und Quantencomputing

In der modernen Photonikfertigung spielt die prézise Ausrichtung und dauerhafte Fixierung
optoelektronischer Komponenten eine zentrale Rolle.

Aktives Alignement und Kleben von kryogenen, optoelektronischen Komponenten mit dem NanoGlue

Gerade bei der Montage von Laserdioden,
Wellenleitern, mikrooptischen Bauteilen und
photonischen Chips entscheidet die Genauigkeit
im Nanometerbereich tiber Kopplungsverluste,
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit der Systeme.

Mit NanoGlue

stellte nanosystec ein technologisch ausge-
reiftes Epoxidklebesystem bereit, das die Ver-
arbeitung dieses anspruchsvollen Materials uni-
versell und prozesssicher erméglicht. Wahrend
klassische Fligeverfahren wie Laser- und Selek-
tividten zwingend metallische Kontaktflachen
voraussetzen, erlaubt das Epoxidkleben die Ver-
bindung nahezu aller Werkstoffkombinationen.

,Diese Flexibilitdt bietet einen entschei-
denden Vorteil in modernen Hybridarchitek-
turen optischer Module, da speziell das Fligen
von optischen Komponenten in der Entwicklung
von Quantencomputern immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt,” hebt Jan Kallendrusch, CTO der
nanosystec GmbH hervor.

Speziell photonische Subsysteme, optische
Zufihrungen in kryogenen Umgebungen und
Hybridbaugruppen erfordern nicht nur elektrische
Isolationsfahigkeit, sondern auch langfristige
Formstabilitat tiber groRe Temperaturbereiche.

nanosystec GmbH
https://nanosystec.com

Genau hier bietet NanoGlue einen signifi-
kanten Mehrwert. Das System kombiniert das
aktive Alignement mit hochgenauer Epoxidappli-
kation, um Bauteile zunachst auf maximale
optische Leistung auszurichten und anschlie-
Rend positionsstabil im Nanometerbereich zu
fixieren. Kontrollierte UV- und Temperatur-
prozesse reduzieren das Risiko nachhértungs-
bedingter Lageverschiebungen, die sonst zu
Leistungseinbuflen flihren kénnten. Dartiber
hinaus kdnnen groRere Spaltmalle ausgegli-
chen werden, was die Anforderungen an die
mechanische Vorpréazision senkt und Ferti-
gungskosten reduziert.

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil

ergibt sich aus der kostenguinstigen modularen
Anlagentechnik und den vergleichsweisen preis-
werten Klebstoffen. Sowohl Lagerbedingungen
als auch Prozesszeiten bleiben gut beherrsch-
bar. Zudem ermaéglicht das Dosiersystem das
Aufbringen des Klebstoffs in Form von Punk-
ten, Linien oder polygonalen Mustern, sodass
auch komplexe Geometrien zuverlassig abge-
deckt werden konnen. Dabei lassen sich Kleinst-
mengen bis hinunter zu 5 nl prazise applizieren.

Fiir besonders anspruchsvolle
Anwendungen

lasst sich optional die Haftfestigkeit durch
vorgeschaltete Plasma-Reinigung erhdhen,
wodurch die Langzeitstabilitat der Verbindungen,

selbst unter hoher Feuchte, starken Tempera-
turschwankungen oder mechanischer Vibration,
verbessert wird.

,Im Gegensatz zu metallbasierten Fiigetechno-
logien erfordert das Epoxidkleben weder zusétz-
liche Metallisierungsschichten noch absolut plane
Kontaktflachen. Diese Flexibilitt macht Nano-
Glue insbesondere fiir photonische Baugruppen
in groBer oder kleiner Anzahlattraktiv®, ergénzt
Jan Kallendrusch.

Was NanoGlue bietet

ist somit eine Kombination aus universeller
Materialkompatibilitat, hoher Prozessprazision,
reduzierter mechanischer Vorbearbeitung und
Uberzeugender Kostenstruktur. Fiir eine weiter-
fuhrende Automatisierung lasst sich NanoGlue
problemlos in bestehende Produktionslinien inte-
grieren. Die Zu- und Abfiihrung kann dabei tber
Forderbander, Roboter oder Feeder mit Werk-
stiicktragern im JEDEC-Format erfolgen. Dank
der modularen Systemarchitektur ist auch die
nachtragliche Automatisierung einzelner Sta-
tionen moglich.

Mit Blick auf die steigende optische Integra-
tionsdichten und die zunehmende Relevanz
kryogener, opto-elektronischer Komponenten
markiert das System einen zentralen Techno-
logieschritt. Ob in der Serienfertigung, in F&E-
Laboren oder im Aufbau von Quantencompu-
ting Infrastruktur. <«
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